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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】脱毛器及び半導体冷却片の提供。
【解決手段】脱毛器１０００は、脱毛作業ヘッド部、放
熱モジュール２、光源モジュール３及光源放熱システム
、電源ユニット４などを備えている。放熱モジュール２
、光源モジュール３及び光源放熱システム、電源ユニッ
ト４は、脱毛器のハウジングの内部に取り付けられてい
る。制御回路基板は、光源モジュール３、電源ユニット
４と電気的に接続して、光源を制御して脱毛作用に使わ
れるパルス光を発生させる。電源ユニット４は、光源モ
ジュール３に電力を提供するために使われる。脱毛器１
０００の脱毛作業ヘッド部には冷却片１’及び透明結晶
（あるいは透明媒質体）１０’が装着されている。透明
結晶（あるいは透明媒質体）１０’は、脱毛作業面とし
て脱毛作業ヘッド部（あるいは脱毛器）の前端面全体に
位置し、これにより、透明媒質の脱毛作業面を形成して
、直接皮膚と接触させる。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱毛作業ヘッド部、光源モジュール、電源ユニット及び制御回路基板を備え、前記電源
ユニットにより前記光源モジュールに電力を提供し、前記制御回路基板の制御に従って前
記光源モジュールからパルス光が発生される脱毛器であって、
　前記脱毛作業ヘッド部には、皮膚と接触する脱毛作業面となる透明媒質体が装着されて
、透明媒質脱毛作業面を形成し、
　前記光源モジュールの制御により前記パルス光を発生して、前記透明媒質体を透過照射
させることで脱毛処理が行われており、
　前記透明媒質体は、放熱モジュールにより冷却されて、脱毛位置に対するアイシング又
は予冷を実現する、
　ことを特徴とする脱毛器。
【請求項２】
　前記透明媒質脱毛作業面は、前記脱毛作業ヘッド部の前端面に位置され、且つ前記前端
面の面全体を形成するため、前記面全体が皮膚に接触されて前端面全体冷却を実現し、
　前記透明媒質体は冷却片と接合して組立され、あるいは、前記透明媒質体は直接冷却モ
ジュールとして使われ、前記放熱モジュールは、前記冷却片を冷却するために用いられる
、
　ことを特徴とする請求項1に記載の脱毛器。
【請求項３】
　前記冷却片は半導体冷却片であり、前記半導体冷却片は、熱端面と冷端面を有し、
　前記半導体冷却片は、前記透明媒質体を使って直接前記半導体冷却片の冷端面にして透
明媒質冷端面を形成し、あるいは、
　前記半導体冷却片の冷端面と前記透明媒質体が接合して組立されて、前記半導体冷却片
の冷端面により前記透明媒質体に対する冷却を行い、
　前記半導体冷却片の熱端面は前記放熱モジュールに連結されて、前記熱端面に対し前記
放熱モジュールで放熱を行い、
　前記脱毛器はハウジングを更に備えて、前記光源モジュール、前記電源ユニット、前記
制御回路基板及び前記放熱モジュールは、前記ハウジングの内部に装着されており、
　前記透明媒質体は、脱毛作業ヘッド部ハウジングの内部に装着され、
　前記ハウジングには、複数の空気取入口及び空気排出口が形成され、
　前記放熱モジュールは、放熱器及びファンを備え、
　前記放熱器は、前記空気取入口、ファン及び空気排出口が通気路で連通して形成された
放熱空気通路の中に設けられ、且つ前記放熱空気通路を介して前記放熱器が放熱される、
　ことを特徴とする請求項2に記載の脱毛器。
【請求項４】
　前記半導体冷却片は、前記パルス光を透過照射させて脱毛処理を行わせるための光透過
領域を有し、
　前記光透過領域は、前記半導体冷却片の内部の中空領域により形成され、及び／又は、
前記光透過領域は、前記半導体冷却片の透明媒質体により提供され、
　前記半導体冷却片は半導体電気二重層を有し、前記熱端面と前記冷端面は、前記半導体
電気二重層の両端面にそれぞれ固定され、
　前記透明媒質体は、前記脱毛作業ヘッド部ハウジングの環状辺縁内に係止して取り付け
られる、
　ことを特徴とする請求項3に記載の脱毛器。
【請求項５】
　前記半導体冷却片の冷端面及び／又は熱端面は、セラミック基材により形成されて、セ
ラミック基材冷端面及び／又はセラミック基材熱端面を形成し、又は、
　前記半導体冷却片の冷端面及び／又は熱端面は、透明媒質体により形成されて、透明媒
質冷端面及び／又は透明媒質熱端面を形成し、
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　前記制御回路基板により前記光源モジュールを制御して前記パルス光を発生させ、前記
パルス光が前記半導体冷却片の光透過領域を透過し、更に透明媒質の脱毛作業面を透過し
て、前記脱毛作業面と接触した皮膚に対する脱毛処理を行い、
　前記半導体冷却片の前記半導体電気二重層、前記熱端面及び前記冷端面は、共に、前記
中空領域を画定し、
　前記半導体冷却片は、環状になっており、内部において中空領域を画定して光透過領域
とし、
　前記半導体冷却片は、前記脱毛作業ヘッド部のハウジング内に係止設置されて、前記透
明媒質体の背面に接合される、
　ことを特徴とする請求項4に記載の脱毛器。
【請求項６】
　前記放熱モジュールは、ヒートパイプを更に備え、
　前記ヒートパイプは前記半導体冷却片の熱端面及び放熱器と連結して、前記熱端面の熱
を前記放熱器に快速に伝導させて前記放熱器と共同放熱を行い、
　前記放熱器は、フィン付放熱器、ヒートシンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み
合わせであり、前記ヒートシンクを一組たまは複数組備え、
　前記ヒートパイプは、前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板に挿設され、あるいは
、前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板の表面に固定され、
　前記ヒートパイプの内部には冷却剤が充填されており、
　前記ヒートパイプは、前記熱端面と直接接触し、又は熱伝導材を介して前記熱端面と接
触し、
　前記熱伝導材又は前記ヒートパイプの一端又は一部は、前記半導体冷却片の前記熱端面
の形状に適応し且つ相互接合接触し、
　前記ファンは、キャビティの内部又は外部に取り付けられ、前記キャビティの通気路は
貫通延伸して空気排出通路を形成し、前記空気排出通路の末端は前記空気排出口と連通す
る、
　ことを特徴とする請求項3に記載に脱毛器。
【請求項７】
　前記ハウジングにおける空気取入口、前記光源モジュールの表面におけるスペース、フ
ァン、及び空気排出口の間は、通気路で連通されて光源放熱空気通路を形成し、ファンを
起動すると、前記空気取入口から吸い込まれた冷風は前記光源モジュールの表面の熱を取
り去って熱風になり、前記ファンで前記熱風を前記空気排出口から排出することにより、
前記光源モジュールの空冷放熱を実現し、
　複数の前記空気取入口には、前記ハウジングの前記放熱器に対応する位置に形成された
第一空気取入口、及び前記ハウジングの前記光源モジュールに対応する位置に形成された
第二空気取入口が含まれ、
　前記第一空気取入口は、前記放熱器の表面におけるスペースに冷風を吸い込むために用
いられ、
　前記第二空気取入口は、前記光源放熱空気通路に冷風を吸い込むために用いられ、且つ
前記光源モジュールの表面におけるスペースと通気路により連通され、
　前記光源モジュールは、光源及び前記光源の外部に覆設された光反射カップを備え、前
記光反射カップの外部には、導風カバーが設けられ、前記導風カバーと前記光反射カップ
の間の隙間は、前記光源放熱空気通路と連通し、
　前記光反射カップは熱伝導材料により作られている、
　ことを特徴とする請求項3に記載の脱毛器。
【請求項８】
　前記光源モジュールは、光源放熱システムを更に備え、
　前記光源放熱システムは、光源放熱ヒートパイプ、光源放熱器及びファンを備え、
　前記光源放熱ヒートパイプは、前記光源モジュールと前記光源放熱器の間に熱伝導的に
連結されて、前記光源モジュールの作業により発生される熱を前記光源放熱器に伝導して
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、前記光源放熱器と共同放熱を行い、
　前記光源放熱器は、前記空気取入口、前記ファン、及び前記空気排出口が通気路で連通
されて形成した放熱空気通路に取り付けられ、且つ前記放熱空気通路を介して前記光源放
熱器に対する放熱を行い、
　前記光源モジュールは、光源及び前記光源の外部に覆設された光反射カップを備え、前
記光源の作業により発生される熱は、前記光反射カップに伝導されて放熱され、
　前記光源モジュールは、熱伝導カバーを更に備え、
　前記熱伝導カバーは、一側が前記光反射カップの背面を接合的に被覆し、他の一側には
管状の開放スロットが形成され、前記光源放熱ヒートパイプの一端又は一部は、熱が前記
光源放熱ヒートパイプに伝導されるように、前記管状の開放スロットの内部に包接されて
収容され、又は、
　前記光反射カップの背面に管状の開放スロットが形成され、前記光源放熱ヒートパイプ
の一端又は一部は、熱が前記光源放熱ヒートパイプに伝導されるように、前記管状の開放
スロットの内部に包接されて収容される、
　ことを特徴とする請求項3に記載の脱毛器。
【請求項９】
　前記冷端面は、透明結晶により構成されて透明結晶冷端面を形成し、
　前記透明結晶には、一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接
続した前記熱端面が固定して連結されており、
　前記半導体冷却片には光透過領域が形成され、前記光透過領域は前記透明結晶により提
供され、
　前記透明結晶冷端面は、前記透明媒質脱毛作業面である、
　ことを特徴とする請求項3に記載に脱毛器。
【請求項１０】
　前記透明媒質体は透明結晶である、
　ことを特徴とする請求項1～8のいずれか一項に記載に脱毛器。
【請求項１１】
　前記冷却片は、環状に形成され、前記パルス光が透過照射されて脱毛処理が行われるよ
うに、内部に画定された中空領域が光透過領域となっている、
　ことを特徴とする請求項2に記載の脱毛器。
【請求項１２】
　前記冷却片は、環状の半導体冷却片であり、
　半導体電気二重層は環状に形成されて、環状領域に電子素子が配置され、
　熱端面及び冷端面は環状に形成されて、前記半導体電気二重層の一側に適応して接合固
定され、
　前記熱端面及び前記冷端面は、セラミック基材熱端面及びセラミック基材冷端面である
、
　ことを特徴とする請求項11に記載の脱毛器。
【請求項１３】
　前記脱毛作業ヘッド部には、少なくとも2つのセンサーが装着されて、脱毛作業面の全
部又はほとんど全部が皮膚に被覆されたかを検知して、光源作業を励起又は停止するため
に用いられ、前記少なくとも2つのセンサーは、前記脱毛作業面の辺縁の対角線又は対角
線に近づく位置に取り付けられている、
　ことを特徴とする請求項1に記載の脱毛器。
【請求項１４】
　半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層の両端の熱端面及び冷端面を備える半導体
冷却片であって、
　前記冷端面は、1つの透明結晶により構成されて、透明結晶冷端面を形成し、
　前記透明結晶には、一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接
続した前記熱端面が固定的に連結されており、
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　前記半導体冷却片には光透過領域が形成され、前記光透過領域は前記透明結晶により提
供され、
　前記半導体冷却片は、脱毛器の冷却面に使われ、前記透明結晶冷端面は、皮膚と接触す
る脱毛作業面として使われて、脱毛位置に対するアイシング効果又は予冷を実現する、
　ことを特徴とする半導体冷却片。
【請求項１５】
　前記一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接続した前記熱端
面は、前記透明結晶の表面に設置され、
　前記半導体電気二重層は、半導体電対及びそれと接続した金属導体を備え、
　前記熱端面及び前記透明結晶冷端面は、前記半導体電気二重層の金属導体に固定して連
結され、
　前記熱端面及び前記透明結晶冷端面は、金属化処理後に対応の金属導体に溶接される、
　ことを特徴とする請求項14に記載の半導体冷却片。
【請求項１６】
　前記半導体電気二重層には正負電極が接続されており、
　前記熱端面及び前記透明結晶冷端面は、それぞれ前記半導体電気二重層の対向する両端
に接合して固定され、
　前記透明結晶冷端面は、前記半導体電気二重層の面全体を被覆して面全体の冷却を実現
し、
　前記透明結晶冷端面の厚さは1ｍｍより小さくなく、
　前記半導体冷却片の前記熱端面は、セラミック基材により構成されて、セラミック基材
熱端面を形成し、前記セラミック基材の内側表面は、前記半導体電気二重層の金属導体に
固定して連結され、
　前記半導体電気二重層は、前記セラミック基材熱端面と前記透明結晶冷端面との間に設
置されている、
　ことを特徴とする請求項14に記載の半導体冷却片。
【請求項１７】
　前記一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接続した前記熱端
面は、前記透明結晶の一側、対向する両側又は複数側に設置され、あるいは、
　前記半導体電気二重層は環状に形成されて、環状領域に電子素子が配置され、
　前記熱端面は環状に形成されて、前記半導体電気二重層の一側に適応して接合固定され
、前記透明結晶冷端面は前記半導体電気二重層の他の一側の面全体に接合固定され、
　前記半導体電気二重層及び前記熱端面の環状の内部の中空領域に対応する透明結晶領域
は、前記光透過領域を形成する、
　ことを特徴とする請求項14に記載の半導体冷却片。
【請求項１８】
　前記半導体冷却片の熱端面は放熱モジュールに接続されて、前記半導体冷却片の熱を前
記熱端面から前記放熱モジュールに伝導して放熱する、
　ことを特徴とする請求項14～17のいずれか一項に記載の半導体冷却片。
【請求項１９】
　前記放熱モジュールは、ヒートパイプ及び前記ヒートパイプに連結された放熱器を備え
、
　前記ヒートパイプは、前記熱端面の熱を前記放熱器に伝導して、前記放熱器と共同放熱
を行い、
　前記ヒートパイプは、前記熱端面と直接接触するか、熱伝導材を介して前記熱端面と接
触し、
　前記ヒートパイプは、前記放熱器の表面又は内部に取り付けられている、
　ことを特徴とする請求項18に記載の半導体冷却片。
【請求項２０】
　前記熱伝導材又は前記ヒートパイプの一端又は一側は、前記半導体冷却片の前記熱端面
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の形状に適応し且つ相互接合して接触し、
　前記ヒートパイプは1つの環状に曲成され、前記熱伝導材は、前記ヒートパイプの環状
部に挿入されて環状接合による接触を形成し、
　前記ヒートパイプの内部には、循環流動する冷却剤が充填され、
　前記放熱器は、フィン付放熱器、ヒートシンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み
合わせである、
　ことを特徴とする請求項19に記載の半導体冷却片。
【請求項２１】
　脱毛作業ヘッド部、光源モジュール、電源ユニット及び制御回路基板を備え、前記電源
ユニットにより前記光源モジュールに電力を提供し、前記制御回路基板の制御に従って前
記光源モジュールからパルス光が発生される脱毛器であって、
　前記脱毛作業ヘッド部には、請求項4～20のいずれか一項に記載の半導体冷却片が取り
付けられ、前記半導体冷却片の透明結晶冷端面は、皮膚と接触する脱毛作業面として使わ
れ、
　前記光源モジュールに対する制御により前記パルス光を発生し、前記パルス光を前記半
導体冷却片の光透過領域を透過照射させることで脱毛処理が行われる、
　ことを特徴とする脱毛器。
【請求項２２】
　前記脱毛器の内部に放熱モジュールが設置されて、前記半導体冷却片の熱端面の放熱の
ために用いられ、
　前記放熱モジュールは、放熱器及びファンを備え、
　前記脱毛器はハウジングを有して、前記光源モジュール、前記電源ユニット、前記制御
回路基板及び前記放熱モジュールは、前記ハウジングの内部に取り付けられ、
　前記脱毛器のハウジングの内部には、前記ファンを装着したキャビティが設けられてお
り、
　前記ハウジングには、複数の空気取入口及び空気排出口が形成され、
　前記空気取入口、前記放熱器の放熱表面におけるスペース、前記ファンを装着した前記
キャビティ、及び前記空気排出口の間は通気路により連通されて第一空冷放熱通路を形成
し、
　前記ファンを起動し前記空気取入口から冷風を吸い込んで、前記放熱器の表面の熱を取
り去ることで熱風となり、前記熱風が前記キャビティに進入すると、前記ファンで前記熱
風を前記空気排出口から排出することにより、前記放熱器の空冷放熱を実現する、
　ことを特徴とする請求項21に記載の脱毛器。
【請求項２３】
　前記ハウジングにおける空気取入口、前記光源モジュールの表面におけるスペース、前
記ファンを装着したキャビティ、及び前記空気排出口の間は、通気路で連通されて第二空
冷放熱通路を形成し、
　前記ファンを起動し前記空気取入口から冷風を吸い込んで、前記光源モジュールの表面
の熱を取り去ることで熱風になり、前記熱風が前記キャビティに進入すると、前記ファン
で前記熱風を前記空気排出口から排出することにより、前記光源モジュールの空冷放熱を
実現し、
　複数の前記空気取入口には、前記ハウジングの前記放熱器に対応する位置に形成された
第一空気取入口、及び前記ハウジングの前記光源モジュールに対応する位置に形成された
第二空気取入口が含まれ、
　前記第一空気取入口は、前記第一空冷放熱通路に冷風を吸い込むために用いられ、前記
第二空気取入口は、前記第二空冷放熱通路に冷風を吸い込むために用いられる、
　ことを特徴とする請求項22に記載の脱毛器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体冷却技術に関し、特に、脱毛器及び半導体冷却片に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、市場に出ている脱毛器は、その脱毛作業ヘッド部によるアイシング効果がなく、
脱毛器内の光源モジュール及び放熱器の正面に形成された空気取入口により空冷放熱を行
うが、このような方式は放熱が遅く、冷却効果が不良で、体験充実感がなく、脱毛効率及
び脱毛効果にも影響を与えるとともに、水霧や水滴なども形成されるので、制御回路基板
を破壊する恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このため、本発明の目的は、従来の脱毛器の作業ヘッド部でアイシング効果が実現でき
ず、体験充実感が低い問題を解決できる、脱毛器を提供することである。
【０００４】
　本発明の他の目的は、半導体冷却片（熱電冷却器）を提供することである。
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明による脱毛器は、脱毛作業ヘッド部、光源モジュー
ル、電源ユニット及び制御回路基板を備え、前記電源ユニットにより前記光源モジュール
に電力を提供し、前記制御回路基板の制御に従って前記光源モジュールからパルス光が発
生され、前記脱毛作業ヘッド部には、皮膚と接触する脱毛作業面となる透明媒質が装着さ
れて、透明媒質脱毛作業面を形成し、前記光源モジュールを制御して前記パルス光を発生
して、前記透明媒質を透過照射させることで脱毛処理が行われており、前記透明媒質は、
放熱モジュールにより冷却されて、脱毛位置に対するアイシング又は予冷を実現する。
【０００６】
　好ましくは、前記透明媒質脱毛作業面は、前記脱毛作業ヘッド部の前端面に位置され、
且つ前記前端面の面全体を形成するため、前記面全体が皮膚に接触されて前端面全体冷却
を実現し、前記透明媒質体は冷却片と接合して組立され、あるいは、前記透明媒質体は直
接冷却モジュールとして使われ、前記放熱モジュールは、前記冷却片を冷却するために用
いられる。
【０００７】
　好ましくは、前記冷却片は半導体冷却片であり、前記半導体冷却片は、熱端面と冷端面
を有し、前記半導体冷却片は、前記透明媒質体を使って直接前記半導体冷却片の冷端面に
して透明媒質冷端面を形成し、あるいは、前記半導体冷却片の冷端面と前記透明媒質体が
接合して組立されて、前記半導体冷却片の冷端面により前記透明媒質体に対する冷却を行
い、前記半導体冷却片の熱端面は前記放熱モジュールに連結されて、前記熱端面に対し前
記放熱モジュールで放熱を行い、前記脱毛器はハウジングを更に備えて、前記光源モジュ
ール、前記電源ユニット、前記制御回路基板及び前記放熱モジュールは、前記ハウジング
の内部に装着されており、前記透明媒質体は、脱毛作業ヘッド部ハウジングの内部に装着
され、前記ハウジングには、複数の空気取入口及び空気排出口が形成され、前記放熱モジ
ュールは、放熱器及びファンを備え、前記放熱器は、前記空気取入口、ファン及び空気排
出口が通気路で連通して形成された放熱空気通路の中に設けられ、且つ前記放熱空気通路
を介して前記放熱器が放熱される。
【０００８】
　好ましくは、前記半導体冷却片は、前記パルス光を透過照射させて脱毛処理を行わせる
ための光透過領域を有し、前記光透過領域は、前記半導体冷却片の内部の中空領域により
形成され、及び／又は、前記光透過領域は、前記半導体冷却片の透明媒質体により提供さ
れ、前記半導体冷却片は半導体電気二重層を有し、前記熱端面と前記冷端面は、前記半導
体電気二重層の両端面にそれぞれ固定され、前記透明媒質体は、前記脱毛作業ヘッド部ハ
ウジングの環状辺縁内に係止して取り付けられる。
【０００９】
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　好ましくは、前記半導体冷却片の冷端面及び／又は熱端面は、セラミック基材により形
成されて、セラミック基材冷端面及び／又はセラミック基材熱端面を形成し、又は、前記
半導体冷却片の冷端面及び／又は熱端面は、透明媒質体により形成されて、透明媒質冷端
面及び／又は透明媒質熱端面を形成し、前記制御回路基板により前記光源モジュールを制
御して前記パルス光を発生させ、前記パルス光が前記半導体冷却片の光透過領域を透過し
、更に前記透明媒質の脱毛作業面を透過して、前記脱毛作業面と接触した皮膚に対する脱
毛処理を行い、前記半導体冷却片の前記半導体電気二重層、前記熱端面及び前記冷端面は
、共に、前記中空領域を画定し、前記半導体冷却片は、環状になっており、内部において
中空領域を画定して光透過領域とし、前記半導体冷却片は、前記脱毛作業ヘッド部のハウ
ジング内に係止設置されて、前記透明媒質体の背面に接合される。
【００１０】
　好ましくは、前記放熱モジュールはヒートパイプを更に備え、前記ヒートパイプは、前
記半導体冷却片の前記熱端面の熱を前記放熱器に快速に伝導させて前記放熱器と共同放熱
するように、前記熱端面及び放熱器と連結し、前記放熱器は、フィン付放熱器、ヒートシ
ンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み合わせであり、前記ヒートシンクを一組たま
は複数組備え、前記ヒートパイプは、前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板に挿設さ
れ、又は、前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板の表面に固定され、前記ヒートパイ
プの内部には冷却剤が充填されており、前記ヒートパイプは、前記熱端面と直接接触し、
又は熱伝導材を介して前記熱端面と接触し、前記熱伝導材又は前記ヒートパイプの一端又
は一部は、前記半導体冷却片の前記熱端面の形状に適応し且つ相互接着接触し、 前記フ
ァンは、キャビティの内部又は外部に取り付けられ、前記キャビティの通気路は貫通延伸
して空気排出通路を形成し、前記空気排出通路の末端は前記空気排出口と接続連通する。
　前記放熱モジュールは、ヒートパイプを更に備え、前記ヒートパイプは前記半導体冷却
片の熱端面及び放熱器と連結して、前記熱端面の熱を前記放熱器に快速に伝導させて前記
放熱器と共同して放熱を行い、前記放熱器は、フィン付放熱器、ヒートシンク及び熱伝導
板の中の一種又は多種の組み合わせであり、前記ヒートシンクを一組たまは複数組備え、
前記ヒートパイプは、前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板に挿設され、あるいは、
前記ヒートシンク及び／又は前記熱伝導板の表面に固定され、前記ヒートパイプの内部に
は冷却剤が充填されており、前記ヒートパイプは、前記熱端面と直接接触し、又は熱伝導
材を介して前記熱端面と接触し、前記熱伝導材又は前記ヒートパイプの一端又は一部は、
前記半導体冷却片の前記熱端面の形状に適応し且つ相互接合接触し、前記ファンは、キャ
ビティの内部又は外部に取り付けられ、前記キャビティの通気路は貫通延伸して空気排出
通路を形成し、前記空気排出通路の末端は前記空気排出口と連通する。
【００１１】
　好ましくは、前記ハウジングにおける空気取入口、前記光源モジュールの表面における
スペース、ファン、及び空気排出口の間は、通気路で連通されて光源放熱空気通路を形成
し、ファンを起動すると、前記空気取入口から吸い込まれた冷風は前記光源モジュールの
表面の熱を取り去って熱風になり、前記ファンで前記熱風を前記空気排出口から排出する
ことにより、前記光源モジュールの空冷放熱を実現し、複数の前記空気取入口には、前記
ハウジングの前記放熱器に対応する位置に形成された第一空気取入口、及び前記ハウジン
グの前記光源モジュールに対応する位置に形成された第二空気取入口が含まれ、前記第一
空気取入口は、前記放熱器の表面におけるスペースに冷風を吸い込むために用いられ、前
記第二空気取入口は、前記光源放熱空気通路に冷風を吸い込むために用いられ、且つ前記
光源モジュールの表面におけるスペースと通気路により連通され、前記光源モジュールは
、光源及び前記光源の外部に覆設された光反射カップを備え、前記光反射カップの外部に
は、導風カバーが設けられ、前記導風カバーと前記光反射カップの間の隙間は、前記光源
放熱空気通路と連通し、前記光反射カップは熱伝導材料により作られている。
【００１２】
　好ましくは、前記光源モジュールは、光源放熱システムを更に備え、前記光源放熱シス
テムは、光源放熱ヒートパイプ、光源放熱器及びファンを備え、前記光源放熱ヒートパイ
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プは、前記光源モジュールと前記光源放熱器の間に熱伝導的に連結されて、前記光源モジ
ュールの作業により発生される熱を前記光源放熱器に伝導して、前記光源放熱器と共同放
熱を行い、前記光源放熱器は、前記空気取入口、前記ファン、及び前記空気排出口が通気
路で連通されて形成した放熱空気通路に取り付けられ、且つ前記放熱空気通路を介して前
記光源放熱器に対する放熱を行い、前記光源モジュールは、光源及び前記光源の外部に覆
設された光反射カップを備え、前記光源の作業により発生される熱は、前記光反射カップ
に伝導されて放熱され、前記光源モジュールは、熱伝導カバーを更に備え、前記熱伝導カ
バーは、一側が前記光反射カップの背面を接合的に被覆し、他の一側には管状の開放スロ
ットが形成され、前記光源放熱ヒートパイプの一端又は一部は、熱が前記光源放熱ヒート
パイプに伝導されるように、前記管状の開放スロットの内部に包接されて収容され、又は
、前記光反射カップの背面に管状の開放スロットが形成され、前記光源放熱ヒートパイプ
の一端又は一部は、熱が前記光源放熱ヒートパイプに伝導されるように、前記管状の開放
スロットの内部に包接されて収容される。
【００１３】
　好ましくは、前記冷端面は、透明結晶により構成されて透明結晶冷端面を形成し、前記
透明結晶には、一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接続した
前記熱端面が固定して連結されており、前記半導体冷却片には光透過領域が形成され、前
記光透過領域は前記透明結晶により提供され、前記透明結晶冷端面は、前記透明媒質脱毛
作業面である。
【００１４】
　好ましくは、前記透明媒質体は透明結晶である。好ましくは、前記冷却片は、環状に形
成され、前記パルス光が透過照射されて脱毛処理が行われるように、内部に画定された中
空領域が光透過領域となっている。
【００１５】
　好ましくは、前記冷却片は、環状の半導体冷却片であり、前記半導体電気二重層は環状
に形成されて、環状領域に電子素子が配置され、前記熱端面及び前記冷端面は環状に形成
されて、前記半導体電気二重層の一側に適応して接合固定され、前記熱端面及び前記冷端
面は、セラミック基材熱端面及びセラミック基材冷端面である。
【００１６】
　好ましくは、前前記脱毛作業ヘッド部には、少なくとも2つのセンサーが装着されて、
脱毛作業面の全部又はほとんど全部が皮膚に被覆されたかを検知して、光源作業を励起又
は停止するために用いられ、前記少なくとも2つのセンサーは、前記脱毛作業面の辺縁の
対角線又は対角線に近づく位置に取り付けられている。
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明による半導体冷却片は、半導体電気二重層及び前記
半導体電気二重層の両端の熱端面及び冷端面を備え、前記冷端面は、1つの透明結晶によ
り構成されて、透明結晶冷端面を形成し、前記透明結晶には、一組又は複数組の半導体電
気二重層及び前記半導体電気二重層と接続した前記熱端面が固定的に連結されており、前
記半導体冷却片には光透過領域が形成され、前記光透過領域は前記透明結晶により提供さ
れ、前記半導体冷却片は、脱毛器の冷却面に使われ、前記透明結晶冷端面は、皮膚と接触
する脱毛作業面として使われて、脱毛位置に対するアイシング効果又は予冷を実現する。
【００１８】
　好ましくは、前記一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接続
した前記熱端面は、前記透明結晶の表面に設置され、前記半導体電気二重層は、半導体電
対及びそれと接続した金属導体を備え、前記熱端面及び前記透明結晶冷端面は、前記半導
体電気二重層の金属導体に固定して連結され、前記熱端面及び前記透明結晶冷端面は、金
属化処理後に対応の金属導体に溶接される。
【００１９】
　好ましくは、前記半導体電気二重層には正負電極が接続されており、前記熱端面及び前
記透明結晶冷端面は、それぞれ前記半導体電気二重層の対向する両端に接合して固定され
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、前記透明結晶冷端面は、前記半導体電気二重層の面全体を被覆して面全体の冷却を実現
し、前記透明結晶冷端面の厚さは1ｍｍより小さくなく、前記半導体冷却片の前記熱端面
は、セラミック基材により構成されて、セラミック基材熱端面を形成し、前記セラミック
基材の内側表面は、前記半導体電気二重層の金属導体に固定して連結され、前記半導体電
気二重層は、前記セラミック基材熱端面と前記透明結晶冷端面との間に設置されている。
【００２０】
　好ましくは、前記一組又は複数組の半導体電気二重層及び前記半導体電気二重層と接続
した前記熱端面は、前記透明結晶の一側、対向する両側又は複数側に設置され、あるいは
、前記半導体電気二重層は環状に形成されて、環状領域に電子素子が配置され、前記熱端
面は環状に形成されて、前記半導体電気二重層の一側に適応して接合固定され、前記透明
結晶冷端面は前記半導体電気二重層の他の一側の面全体に接合固定され、前記半導体電気
二重層及び前記熱端面の環状の内部の中空領域に対応する透明結晶領域は、前記光透過領
域を形成する。
【００２１】
　好ましくは、前記半導体冷却片の熱端面は放熱モジュールに接続されて、前記半導体冷
却片の熱を前記熱端面から前記放熱モジュールに伝導して放熱する。
【００２２】
　好ましくは、前記放熱モジュールは、ヒートパイプ及び前記ヒートパイプに連結された
放熱器を備え、前記ヒートパイプは、前記熱端面の熱を前記放熱器に伝導して、前記放熱
器と共同放熱を行い、前記ヒートパイプは、前記熱端面と直接接触するか、熱伝導材を介
して前記熱端面と接触し、前記ヒートパイプは、前記放熱器の表面又は内部に取り付けら
れている。
【００２３】
　好ましくは、前記熱伝導材又は前記ヒートパイプの一端又は一側は、前記半導体冷却片
の前記熱端面の形状に適応し且つ相互接合して接触し、前記ヒートパイプは1つの環状に
曲成され、前記熱伝導材は、前記ヒートパイプの環状部に挿入されて環状接合による接触
を形成し、前記ヒートパイプの内部には、循環流動する冷却剤が充填され、前記放熱器は
、フィン付放熱器、ヒートシンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み合わせである。
【００２４】
　このように、本発明の脱毛器によれば、作業ヘッド部では透明結晶を使って面全体の冷
却を行うため、アイシング効果がよく、顧客の体験充実感もよくなる。
　また、半導体冷却片の冷却面には、セラミックプレートの代わりに、透明結晶を直接使
っており、透明結晶は、NP型半導体電対に接続した金属導体に直接固定的に接続されて、
全体的に新型の半導体冷却片を形成するとともに、透明結晶を皮膚に直接接触させて、脱
毛器のヘッド部における脱毛作業面として使ってもいい。結晶を半導体冷却片の冷却面及
び脱毛作業面に直接使うと、以下のような効果がある。
　1．従来の冷却技術における中間層をなくしたので、冷却効率の損失を減少し、冷却速
度及び効率を高めることたできる。
　2．皮膚又は接触面と接触する際、結晶表面の面全体の冷却になっているので、冷却面
積を増やし、体験充実感が更に良い。
　3．結晶を使って冷却面とすると、パルス光が透明結晶を直接透過して皮膚まで照射す
ることができ、光が透明結晶を経て冷却されるので、光照射による痛みや不快感を大幅に
低減又は解消することができる。
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第一実施形態による脱毛器の斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態による脱毛器の他の方向からみたときの斜視図である。
【図３】本発明の第一実施形態による脱毛器の、図2と同じ方向からみたときの分解図で
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ある。
【図４】本発明の第一実施形態による脱毛器の内部の構成図である。
【図５】本発明の第一実施形態による脱毛器のハウジングの一部を外したときの斜視図で
ある。
【図６】本発明の第一実施形態による脱毛器の光源モジュールの構成及び放熱空気通路を
示す図である。
【図７】本発明の第一実施形態による脱毛器の断面図、放熱器の放熱空気通路を示す図で
ある。
【図８】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の放熱システムを示す分解図である。
【図９】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の放熱システムを示す図である。
【図１０】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の斜視図である。
【図１１】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の分解図である。
【図１２】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の正面図である。
【図１３】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の側面図である。
【図１４】本発明の第一実施形態による半導体冷却片の冷却面の斜視図である。
【図１５】本発明の第二実施形態による半導体冷却片の斜視図である。
【図１６（ａ）－１６（ｆ）】本発明の第二実施形態による半導体冷却片の放熱システム
を示す図である。
【図１７】本発明の第三実施形態による半導体冷却片の斜視図である。
【図１８（ａ）－１８（ｃ）】本発明の第三実施形態による半導体冷却片の放熱システム
を示す図である。
【図１９】本発明の第四実施形態による半導体冷却片の斜視図である。
【図２０（ａ）－２０（ｄ）】本発明の第四実施形態による半導体冷却片の放熱システム
を示す図である。
【図２１】本発明の第五実施形態による半導体冷却片の斜視図である。
【図２２（ａ）－２２（ｅ）】本発明の第五実施形態による半導体冷却片の放熱システム
を示す図である。
【図２３】本発明の第二実施形態による脱毛器の分解図である。
【図２４】本発明の第二実施形態による脱毛器の斜視図である。
【図２５】本発明の第二実施形態による脱毛器の内部の構成図である。
【図２６（ａ）－２６（ｅ）】本発明の各実施形態による光源モジュールの放熱システム
を示す図である。
【図２７】本発明の第三実施形態による脱毛器の内部の構成図である。
【図２８】本発明の第三実施形態による半導体冷却片の放熱システムの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の幾つかの具体的な実施形態について説明する。な
お、本発明の各実施形態及び実施形態による特徴構成について、矛盾がない限り、相互に
組み合わせて使ってもいい。
【００２８】
　〈脱毛器の第一実施形態〉
　図1～7に示すように、本実施形態による脱毛器1000は、脱毛作業ヘッド部、放熱モジュ
ール2、光源モジュール3、電源ユニット4及び制御回路基板5などを備えている。放散モジ
ュール2、光源モジュール3、電源ユニット4及び制御回路基板5は、脱毛器のハウジング6
の内部に取り付けられている。制御回路基板5は、光源モジュール3、電源ユニット4と電
気的に接続して、光源から脱毛作業に使われるパルス光を発生するように制御する。電源
ユニット4は、光源モジュール3に電力を提供するために用いられる。脱毛器1000の脱毛作
業ヘッド部には、冷却片が装着されて脱毛作業面として使われる。制御回路基板5は、電
源ユニット4を制御することで、光源モジュール3の作業を起動してパルス光を発生するよ
うにする。発生されたパルス光は、脱毛作業面を透過して脱毛処理を行う。放熱モジュー
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ル2は、冷却片1に連結されて、冷却片1の放熱のために使われる。ハウジング6には、第一
空気取入口60及び空気排出口66が形成されている。脱毛器1000には、外部電源に接続でき
るように、電力線及び／又は充電ポートが更に設けられている。
【００２９】
　放熱モジュール2は、半導体冷却片1の放熱に主に使われ、ヒートパイプ21、ヒートパイ
プ21と連結した放熱器23、及びファン25を備えている。ヒートパイプ21は、冷却片1に連
結されて、冷却片1から発生された熱を放熱モジュール2に伝導して放熱する。ファン25は
、キャビティ28の内部に取り付けられ、キャビティ28の一側が延伸されて空気排出通路28
0を形成し、空気排出通路280の末端は空気排出口66と連通している。
【００３０】
　第一空気取入口60、放熱器の表面に位置する放熱空気通路、ファン25、空気排出通路28
0及び空気排出口66の間は、通気路により連通されて、放熱器の放熱空気通路（図4に示す
矢印）即ち第一放熱空気通路を形成する。ファンを起動すると、第一空気取入口60から吸
い込んだ冷風を放熱器23に送って、放熱器23の表面から熱を取り去る。そして、ファン25
により熱風を空気排出通路280及び空気排出口66の外部まで排出することで、放熱器の空
冷放熱を実現する。ファン25は、制御回路基板5に電気的接続されて、制御回路基板5によ
り作業が制御される。
【００３１】
　脱毛作業ヘッド部に装着された冷却片1は、従来技術による冷却片を使って脱毛作業面
とし、放熱モジュール2によって冷却片に対して冷却を行う。ここで、好ましくは、脱毛
作業ヘッド部内に装着される冷却片1として半導体冷却片が含まれ、半導体冷却片により
作業面を冷却することで、冷端面を形成して作業する。また、脱毛作業ヘッド部は、半導
体冷却片1の冷端面を作業面として使うことが好ましい。半導体冷却片1は、透明結晶を用
いて直接冷端面10とするとともに、皮膚と接触する接触面となる脱毛作業面として使う。
これについては、後文で詳しく説明する。ヒートパイプ21は、半導体冷却片1の熱端面12
と連結することで、半導体冷却片1の熱を熱端面21から放熱モジュール2に伝導して放散す
る。
【００３２】
　ハウジング6には、上側ハウジング61と下側ハウジング62（上下という方位は相対的な
言い方であり、ここでは説明しやすくするためである）を備え、更に、脱毛作業ヘッド部
ハウジング63を備えている。脱毛器の第一実施形態において、上側ハウジング61及び／又
は下側ハウジング62には、光源モジュール3に対応する位置に第二空気取入口65が形成さ
れ、上下側ハウジングのいずれにも第二空気取入口65を形成することが好ましい。第二空
気取入口65と光源モジュール3の放熱表面のスペースは通気路によって連通され、外部か
ら内部に冷風（冷たい空気）を吸い込んで、光源モジュール3に対し空冷放熱を行う。
【００３３】
　下側ハウジング62には開孔69が形成され、放熱器23は開孔の後方の位置に配置されてい
る。開孔69の外側蓋にはバッフル板64が設けられ、バッフル板64は下側ハウジング62の開
孔69に係合されている。バッフル板64には通風孔68が形成され、通風孔68は、一組又は複
数組が密集して配列された貫通孔であってもいい。通風孔68は、外部環境とハウジング内
部を通気路で連通させるために用いられ、詳しくは、放熱器表面のスペースと通気路によ
り連通され、外部環境中の冷風を放熱器23の表面まで吸い込んで、空冷放熱を行うために
用いられる。
【００３４】
　バッフル板64の辺縁と下側ハウジング62の開孔69の辺縁との間に形成された隙間は、空
気排出口66及び側方空気取入口67として使われ、空気排出口66は空気排出通路280の末端
と連結している。側方空気取入口67は、放熱器の表面に対し、側方からの風取入を行う。
図1～7に示すように、バッフル板64と下側ハウジング62の開孔69の周縁との間に形成され
た隙間の中、一側の辺縁の間と形成された隙間が空気排出口66となり、他の辺縁の間と形
成された隙間が側方空気取入口67となる。側方空気取入口67は、下側ハウジング62の後方
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に位置する放熱器23表面に設けられた放熱空気通路と連通して、放熱器23の表面に対し側
方から風を取入することで、冷風取入量及び風取入速度を向上することができる。側方か
らの風取入は、下側ハウジングの正面から風取入を行う場合によく発生される水霧又は水
滴による制御回路基板5の浸食を有効に避けることができる。また、ハウジングの通風孔6
8からは正面向きの風取入であるため、側方空気取入口67からの横向きの風取入と合わせ
ることで、多方向の風取入が可能な第一空気取入口60が形成されて、放熱器の表面に対す
る空冷放熱が実現され、放熱効率を高めることができる。第一空気取入口60は、放熱器の
表面に冷風を導入するために使われ、バッフル板64と下側ハウジング62の開孔69辺縁との
隙間により形成された側方空気取入口67を含むことが好ましく、更に、バッフル板64に形
成された一組又は複数組の通風孔68を含むことが好ましい。もちろん、他の実施形態とし
て、第一空気取入口60は側方空気取入口67及び通風孔68に限らない。
【００３５】
　なお、上側ハウジング61には、キー又はキーボードが装着されている。上側ハウジング
61の内側に制御回路基板5が取り付けられている。
【００３６】
　光源モジュール3は、光源31及び光源の外部に覆設した光反射カップ32を備えている。
光源31に電気を流すとパルス光が発生するが、光源に電力を提供するように制御回路基板
5にて電源ユニット4を制御すると、光源モジュールからパルス光が発生されて脱毛作業ヘ
ッド部まで伝送され、それを皮膚表面に作用させることで、焼灼式脱毛が行われる。本実
施形態において、光源モジュール3の作業で発生される熱も放熱モジュール2を経由して放
熱される。光反射カップ32は熱伝導材により作られ、光源31から発生された熱は光反射カ
ップ32に伝導されて放熱される。光源31として管球を使ってもいい。なお、電源ユニット
4としてキャパシタを使ってもいいし、電力変換装置を使ってもいい。
【００３７】
　本発明の第一実施形態において、光源モジュール3は光源支持体7に装着され、光源支持
体7は、ハウジング6の内部に取り付けられ且つ脱毛作業ヘッド部の後方に位置している。
脱毛作業ヘッド部と光源支持体7との間は鏡面カバー71により連結され、光源モジュール3
により発生されるパルス光は、鏡面カバー71を介して脱毛作業ヘッド部に伝送されて、脱
毛処理を行う。光源モジュール3の両端は光源支持体7に装着され、光源支持体7には遮光
スリーブ72（図6）がそれぞれ設置されて、光源モジュールの両端を遮光する。遮光スリ
ーブ72は、光源の光反射カップ32の表面に向いて傾斜して設置されている。これにより、
第二空気取入口65から吸い込んだ冷風を光反射カップ32の表面に導くことができて、放熱
に役立つ。また、遮光スリーブ72は、冷風を誘導する役割以外、光線を遮断するためにも
使われて、光源モジュールの両端からの光漏れを避けることができる。遮光スリーブ72は
板状に作られて、板面を光反射カップ32の表面に傾けて配置してもいい。なお、遮光スリ
ーブ72はシーリングカバーであって、光源モジュールの両端の外部に環装されてもいい。
【００３８】
　本実施形態において、光源支持体7の内部には、少なくとも1つの通風配管70が設置され
、各通風配管70は、第二空気取入口65から光源の光反射カップ32の表面まで上下に貫通し
て配置されて、光源モジュール表面のスペース、即ち後述する空冷キャビティ33と通気路
により連通している。通風配管70の末端は、ハウジングに形成された第二空気取入口65と
連通して、第二空気取入口65から吸い込んだ冷風を光源モジュールの表面に案内して放熱
する。好ましくは、光源支持体7の上下の部分には、それぞれ少なくとも1つの通風配管70
が設置され、相応的に、上側ハウジング61、下側ハウジング62の対応の位置にも第二空気
取入口65が形成されて、通風配管70と連結される。
【００３９】
　光源モジュール3と鏡面カバー71は光源支持体7に取り付けられており、光源モジュール
3と鏡面カバー71の外部周辺には、それぞれガスケット73が環装されて、取り付けを固定
し、光漏れを防止するために使われる。
【００４０】
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　本実施形態において、光源モジュール3の外部には導風カバー30が設置され、導風カバ
ー30と光源モジュール3の表面との間に形成されたスペースを、光源モジュールの放熱の
ための空冷キャビティ33として用いる。空冷キャビティ33は、光源モジュール表面におけ
るスペースに対応している。空冷キャビティ33は、と光源支持体7の内部に設置された通
風配管70と通気路により連通し、更に、ハウジング6に形成された第二空気取入口65とも
通気路により連通する。空冷キャビティ33と、ファンを取り付けたキャビティ28との間は
通気路により貫通されている。空冷キャビティ33は、光源モジュール3の外部に包設され
ている。詳しくは、導風カバー30の内側は、光源の光反射カップ32の外側に被装されて、
空冷キャビティ33が導風カバー30と光源モジュール3の表面との間に画定されたスペース
となり、空冷キャビティ内に吸い込まれた冷風により光源の光反射カップ32に対し放熱す
る。導風カバー30の形状及びサイズは、光源の光反射カップ32に適応しており、且つ光反
射カップの外壁に近接して装着されて空冷キャビティ33を画定する。このような配置方式
よれば、隙間の高さを減少し、対向面の表面積を最大化することができて、ファンを起動
する際に空冷キャビティ33内部に強い負圧を形成し、従って、第二空気取入口65から冷風
を取入する際の強度を向上することができる。ここで、好ましくは光反射カップ32の外側
を被覆している導風カバー30の一側は喇叭状を呈し、他の一側には中空の連結端34が設置
されている。喇叭状構造の辺縁は光源支持体7に係止して取り付けられている。中空の連
結端34は、空冷キャビティ33と連通し、更に、ファン25の内部に形成されたキャビティと
通気路で連通している。中空の連結端34の幅は、最大化原理で設計されて、気体の快速な
流通に役立つ。
【００４１】
　ハウジング6の第二空気取入口65、光源モジュール表面のスペース即ち空冷キャビティ3
3、ファンを装着したキャビティ28、空気排出通路280及び空気排出口66の間は通気路によ
り連通されて、光源モジュールの放熱空気通路、即ち第二放熱空気通路を形成する。ファ
ン25を起動すると、第二空気取入口65から冷風が吸い込まれて光源モジュールの表面まで
流され、光源モジュールの表面の熱を取り去ることで熱風となり、熱風はキャビティ28の
内部に吸い込まれてファンにより空気排出通路280に排出され、そして空気排出口66から
は排出されて、光源モジュール3の空冷放熱を実現する。
【００４２】
　導風カバー30の外側には密封材8が連結されている。密封材8の一側には、空気伝導のた
めの連結管81が設置され、連結管81の一端は、導風カバー30の中空連結端34に連結されて
、空冷キャビティ33と連通しており、連結管81の他の一端はファン25の風入口に連結され
て、通気路により連通される。密封材8の他の一側には、一つの環状の密封リング82が形
成され、環状の密封リング82は、ファン25の一端における風入口の辺縁に取り付けられて
、側方からの風漏れを回避することができる。密封材8の環状の密封リング82の外側には
、他の環状の密封リング83が更に形成されている。この環状の密封リング83は、キャビテ
ィ28の空気排出通路280の末端辺縁に取り付けられて、側方からの風漏れを避ける。
【００４３】
　本実施形態において、ファン25はキャビティ28の内部に取り付けられる。キャビティ28
には、環状のキャビティ部分があって、圧板29と係合してファン25をキャビティの内部に
固定する。キャビティ28の一側は、空気排出口66に向いて傾斜延伸されて傾斜した空気排
出通路280を形成するため、空気の逆流を防止することができる。ファンの風出口250、キ
ャビティ28により画定された空気排出通路280及び空気排出口66の間は、通気路により連
通されている。圧板29の中心開口とファンハウジングの頂部又は底部の開口は位置合わせ
られて、共同でファンの風入口を形成する。密封材の環状の密封リング83は、圧板の開口
に取り付けられて、側方からの風漏れを防止することができる。
【００４４】
　〈半導体冷却片の第一実施形態〉
　図8～14を参照して、本発明の第一実施形態による半導体冷却片を説明する。本実施形
態による半導体冷却片は、脱毛作業ヘッド部に装着される冷却片1であって、脱毛作業面
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として皮膚と接触する。半導体冷却片1は、透明な結晶を使って直接冷端面10にするとと
もに、皮膚と接触する脱毛作業面として使う。放熱モジュール2のヒートパイプ21は、半
導体冷却片1の熱端面12と繋がって、半導体冷却片1の熱を、熱端面12から放熱モジュール
2に伝導して放熱する。半導体冷却片1は、脱毛作業ヘッド部ハウジング63を介して固定装
着されている。脱毛作業ヘッド部ハウジング63は、上側ハウジング61、下側ハウジング62
の前端に係止して組み立てられており、且つ、光源支持体7と係止して組み立てられてい
る。更に、ネジ、位置決め柱又は係着材などの締め具により、脱毛作業ヘッド部63と上、
下側ハウジング61、62及び光源支持体7との間で組み立てを行う。
【００４５】
　半導体冷却片1は、制御回路基板5及び電源ユニット4と電気的に接続している。制御回
路基板5は、光源モジュール3が作業してパルス光を発生するように制御し、発生されたパ
ルス光は、半導体冷却片1を突き透して脱毛操作を行う。制御回路基板5は、半導体冷却片
1が冷却作業を行うように制御するためにも使われる。もちろん、半導体冷却片1に対し、
単独に電源又は制御回路基板を設置して、単独に半導体冷却片1の作業を制御してもいい
。
【００４６】
　ヒートパイプ21の一端には熱伝導材22が設置され、熱伝導材22は半導体冷却片1の熱端
面12に接合されているので、半導体冷却片の熱端面12の熱が熱伝導材22を経由してヒート
パイプ21に伝導され、ヒートパイプ21及び放熱器により放熱される。放熱器23はフィン付
放熱器である。
【００４７】
　熱伝導材22は、通常金属材であり、銅が好ましい。また、熱伝導材22は、形状が半導体
冷却片1の熱端面22の形状と適応し、半導体冷却片1の熱端面12と接合接触する。このため
、熱がより快速に伝導できる。ヒートパイプ21の内部には、循環流動する冷却剤が充填さ
れてあり、ヒートパイプ21がフィン付の放熱器23の表面又は内部に固定されている。ヒー
トパイプ21は、銅製パイプであることが好ましい。ヒートパイプ21と半導体冷却片1が連
結した一端あるいは一部は、一つの環状体24に曲成され、環状体24と半導体冷却片1の熱
端面は、形状及びサイズが適応している。ヒートパイプ21の環状体24は熱伝導材22と輪郭
が一致し、熱伝導材22は、ヒートパイプ21の環状体24の内側に被装され且つ環状に接合さ
れている。熱伝導材22とヒートパイプの環状体24は、溶接により接合されて環状を形成し
、これにより、熱をより快速にヒートパイプ21に伝導することができる。本実施形態にお
いて、熱伝導材22は金属環状体である。ヒートパイプ21の環状体24が熱を吸収すると、内
部の冷却剤は、熱を吸収し蒸発して放熱器23の一端まで流れ、放熱器により熱が放散され
、凝縮、温度降下されてから環状の部分に循環逆流されて引き続き熱を吸収する。
【００４８】
　放熱モジュールのファン25はフィン付放熱器23と合わせて、フィン付放熱器23の表面の
熱い空気を排出する。放熱器23とファン25は、上下に配列して取り付けられ、通気路によ
り繋がっている。フィン付放熱器23は、ハウジングの内部に取り付けられ、且つ下側ハウ
ジングのバッフル板64の後方に位置している。バッフル板64に開設された通風孔68及びそ
の周辺に形成された側方空気取入口67は、放熱器23の表面にあるフィンの放熱空気通路と
連通している。フィン表面の放熱空気通路はファン25と通気路により連通し、これにより
、フィン表面の熱風をファンの風入口まで吸い込んで、ファンにより空気排出通路280を
経由して風出口66から排出する。フィン付放熱器23は、ファン25の風入口の一側に取り付
けられている。
【００４９】
　本実施形態において、ファン25及びキャビティ28は、共に、光源モジュール3の放熱及
び半導体冷却片の放熱器23の放熱のために使われ、冷風（冷たい空気）の吸い込み及び熱
風（熱い空気）の排出のために使われる。詳しくは、ファン25を起動すると、それぞれ第
二空気取入口65及び第一空気取入口60（即ち、側方空気取入口67／通風孔68）から周りの
冷風を吸い込むが、第二空気取入口65から吸い込んだ冷風は、光源モジュールの表面の空
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冷キャビティ33に流されて、光源モジュールの表面の熱を取り去ってからファン25の中に
吸い込まれ、最後に、ファン25により空気排出通路280に熱風を排出し、風出口66から外
部環境に排出する。これで、光源モジュール3の放熱及び放熱器23の放熱を同時に実現す
ることができ、放熱器3の放熱によりヒートパイプが冷却され、従って、半導体冷却片1の
冷却を実現することができる。
【００５０】
　本実施形態による半導体冷却片1は、冷端面10、金属導体と半導体電対とを連結して形
成された半導体電気二重層11、及び熱端面12を備えている。半導体電気二重層11は冷端面
10と熱端面12との間に位置している。そのうち、半導体冷却片の冷端面10は透明結晶によ
り構成されて、透明結晶冷端面を形成し、透明結晶冷端面10の内側の表面は、半導体電気
二重層11の金属導体に固定的に連結されている。半導体冷却片の熱端面12は、セラミック
基材により構成され、セラミック基材の内側の表面は半導体電気二重層11の金属導体に固
定的に連結されている。セラミック基材の熱端面12と透明結晶冷端面10は、半導体電気二
重層11を両者の内部に挟んで半導体冷却片1を形成する。半導体電気二重層11の端部には
、正負電極113が接続されている。ここで、透明結晶は、高い光透過性、高い熱伝導係数
、高耐熱性を有する透明材質であって、例えば、天然結晶又は宝石である。
【００５１】
　半導体電気二重層11と透明結晶冷端面10及びセラミック基材の熱端面12との間に固定的
に連結されるが、従来技術における方法を適用して実現すればいい。例えば、まず、透明
結晶冷端面10及びセラミック基材の熱端面12の内側の表面に対し金属化を行い、次に、半
導体電気二重層11の金属導体との間を溶接することで、固定的に連結する。あるいは、半
導体電気二重層11と透明結晶冷端面10及びセラミック基材の熱端面12との間を、熱伝導接
着剤により接合することで、固定的に連結する。
【００５２】
　本実施形態において、半導体電気二重層11は環状になって、その環状領域111は電子素
子を配置するために使われており、内部の中空領域112は光が透過できるようになってい
る。半導体電気二重層11の内部は、金属導体によりNP半導体電気双極子を接続した全体電
気回路であって、半導体材料のペルチェ効果を利用して、直流電気がN、P二種の異なる半
導体材料が直列されて形成された電気双極子を流れると、両端の間には熱の転移が発生す
るが、熱が一端から他の一端に転移され、温度差が生じて冷端、熱端が形成される。冷端
は、透明結晶を使って半導体冷却片の冷端面を形成し、熱端は、セラミック基材を使って
半導体冷却片の熱端面12を形成する。もちろん、他の適切な材質を使って熱端面を形成し
てもいい。
【００５３】
　セラミック基材の熱端面12の形状及びサイズは半導体電気二重層11に適応し、例えば、
同じく環状になって、環状領域121は放熱面として使われ、内部の中空領域122は光が透過
できるようになっている。セラミック基材の熱端面12の環状と半導体電気二重層11の環状
は適応し一緒に接合されて、快速な放熱に有利である。セラミック基材の熱端面12は、半
導体電気二重層11の内部の中空領域と連通し、辺縁が位置合わせされている。
【００５４】
　透明結晶冷端面10で半導体電気二重層11の面全体を被覆することで、全体面冷却が形成
できる。透明結晶冷端面10は、一つのジート状あるいはブロック状の結晶であって、表面
が連続している。好ましくは、透明結晶冷端面の厚さは1mmより小さくなくて、半導体冷
却片1の強度を高め、装着の損傷リスクを低減して、使用寿命を延長することができる。
本実施形態による透明結晶の材料は、高い光透過性及び熱伝導係数を有しているため、パ
ルス光の透明結晶を透過して行う脱毛操作に有利となり、また、高い熱伝導係数は冷却効
率及び冷却効果を高めるのにも有利となる。
【００５５】
　透明結晶冷端面10の中間領域は光透過領域102であり、外側周りの環状領域101と半導体
電気二重層11は適応し接合されている。これに対応して、透明結晶冷端面の光通過領域10
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2は、半導体電気二重層11の内部の中空領域112に覆設されて、中空領域を蓋着し、且つ光
が透過できるようになっている。透明結晶冷端面10の全体面冷却領域には、光透過領域10
2及び光透過領域の外周の環状領域101が含まれる。結晶表面の全体面冷却により、冷却面
積を増え、使用実感がより良くなる。
【００５６】
　図12を参照すると、透明結晶冷端面10の環状領域101の表面に対し、遮光処理後に環状
の遮光領域（図12における陰影部分）を形成して、内部に配置されている電子部品を隠す
ために使われる。詳しくは、遮光処理は、透明結晶の片面あるいは両面に遮光膜をめっき
してから、中間の光透過領域に対応する位置の遮光膜を取り外すことで行ってもいい。あ
るいは、透明結晶の環状領域に直接遮光層を印刷し、光透過領域はそのまま保つ。遮光領
域は、透明結晶冷端面10に対して表面処理を行って形成された部分であって、結晶の両面
、あるいはいずれかの片面に対し、塗膜、吹き付け塗装、印刷などの方法を使って処理す
ることができる。
【００５７】
　透明結晶冷端面10の全周の辺縁を加工して、組立部位103（図13を参照）をさらに形成
してもよく、外部ハウジング（例えば、脱毛作業ヘッド部のハウジング）との固定的組立
のために用いられる。更に詳しくは、組立部位103は、斜辺又は階段面であってもいいし
、脱毛作業ヘッド部ハウジング63に係止して組立されてもいい。もちろん、本発明による
半導体冷却片1は他の治療機器又は美容機器にも使われ、透明結晶冷端面を皮膚と接触す
る作業面として使うことにより、皮膚に対しアイシングあるいは予冷効果があり、顧客の
体験充実感を高めることができる。
【００５８】
　〈半導体冷却片のその他の多種の実施形態〉
　本実施形態において、半導体冷却片1は、半導体電気二重層11及び半導体電気二重層の
両端に位置している熱端面12と冷端面10を備えている。冷端面10は、透明結晶により構成
されているので、透明結晶冷端面を形成する。透明結晶の表面には、一組又は複数組の半
導体電気二重層11及び半導体電気二重層と固定的に連結している熱端面12が固定的に連結
されている。半導体冷却片は光透過領域102を有し、この光透過領域102は透明結晶により
提供される。
【００５９】
　ここで、一組又は複数組の半導体電気二重層及び半導体電気二重層と固定的に連結して
いる熱端面は、透明結晶の片側、対向する両側、あるいは複数側に設置される。
【００６０】
　図15のように、本発明の第二実施形態による半導体冷却片1において、冷端面10は正方
形（正方形に限らない）の透明結晶であり、透明結晶の片側面、例えば左側面には、一組
の半導体電気二重層11及び半導体電気二重層に固定的に連結している熱端面12が設置され
ている。半導体電気二重層11には、一対の電極（図示せず）が設置されている。透明結晶
の他の2つの対向の表面、例えば前後（あるいは上下）の表面は、光透過領域102として使
ってもよく、パルス光が透過して脱毛処理を行うようにする。具体例において、半導体冷
却片の熱端面12はセラミック基材により構成されて、セラミック基材の熱端面を形成する
。セラミック基材の内側面は、半導体電気二重層11の的金属導体と固定的に連結している
。半導体電気二重層11は、セラミック基材の熱端面12と透明結晶冷端面10との間に挟んで
設置されている。熱端面12及び透明結晶冷端面10は、半導体電気二重層11の対向する両側
にそれぞれ接着して固定している。透明結晶冷端面10は、半導体電気二重層11の面全体を
被覆して、全体面冷却を形成する。
【００６１】
　また、図16(a)～16(f)のように、本発明の第二実施形態による半導体冷却片1は、放熱
モジュール2と連結して、半導体冷却片の熱を熱端面12から放熱モジュールに伝導して放
熱する。放熱モジュール2は、ヒートパイプ21及びヒートパイプ21と連結した放熱器23を
備えている。ヒートパイプは、放熱器の表面又は内部に取り付けられている。ヒートパイ
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プ21は、半導体冷却片1の熱端面12と直接接触するか、あるいは熱伝導材を介して熱端面
と接触する。本実施形態において、ヒートパイプの一端26は、半導体冷却片の熱端面12と
形状が適応し、且つ相互接合して接触する。ヒートパイプの一端26と熱端面12とが緊密に
接合して接触できるように、ヒートパイプ21の末端を湾曲してもいい。図に示すように、
例えばL状など、様々な形の湾曲設計が可能である。ヒートパイプ21として、銅製毛細管
を使ってもよく、内部に循環して流動する冷却剤を充填する。放熱器は、フィン付放熱器
、ヒートシンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み合わせである。図に示された様々
な放熱器の構造において、図16(a)、図16(e)に示す放熱器23はヒートシンクであって、例
えば、一組又は複数組のヒートシンクを平行に設置して、ヒートパイプ21を平行のヒート
シンクに挿設して固定することができる。図16(b)、図16(c)、図16(d)、図16(f)において
、放熱器23は、熱伝導板230及び熱伝導板230の片側表面に固定されている一組の平行のヒ
ートシンク231を備えている。ヒートパイプ21の一端26は曲げられて半導体冷却片の熱端
面12に接合して接触し、且つ形状及びサイズが一致してもいい。ヒートパイプ21は、熱伝
導板230の他の側面に固定され、あるいは一組又は複数組の平行のヒートシンク231に挿設
され、あるいはその表面に設置される。ヒートシンクには、熱伝導性の高い金属薄片が使
われる。
【００６２】
　図17のように、本発明の第三実施形態による半導体冷却片1、冷端面10は正方形（正方
形に限らない）の透明結晶であり、透明結晶の対向の両側表面、例えば左右両側には、そ
れぞれ一組の半導体電気二重層11及び半導体電気二重層に固定的に連結した熱端面12が設
置されている。各半導体電気二重層11には一対の電極（図示せず）が設置されている。透
明結晶の他の二対の表面、例えば前後表面（あるいは、上下表面）は光透過領域102とし
て使われ、パルス光を透過させて脱毛処理を行うようにする。詳しくは、2つの半導体冷
却片的熱端面12はセラミック基材により構成されて、セラミック基材の熱端面を形成する
。各セラミック基材の内側の表面は、対応の半導体電気二重層11の金属導体に固定的に連
結する。半導体電気二重層11は、セラミック基材の熱端面12と透明結晶冷端面10の側面と
の間に挟んで設置されている。2つの熱端面12及び透明結晶冷端面10の左右両側の表面は
、それぞれ、対応する半導体電気二重層11の対向の両側面に接合して固定される。透明結
晶冷端面10の両側面は、それぞれ、一つの半導体電気二重層11に対応する面全体を被覆し
て、全体面冷却を形成する。
【００６３】
　更に、図18(a)～18(c)のように、本発明の第三実施形態による半導体冷却片1は、放熱
モジュール2と連結して、半導体冷却片の熱を熱端面12から放熱モジュールに伝導して放
熱させる。本実施形態において、放熱モジュール2は、二本のヒートパイプ21及びヒート
パイプ21に連結した放熱器23を備えている。ヒートパイプは、放熱器23の表面及び内部に
取り付けられる。ヒートパイプ21は、半導体冷却片1の熱端面12と直接接触し、又は、熱
伝導材を介して熱端面と接触する。例えば、各ヒートパイプの一端26と、半導体冷却片の
熱端面12と形状が適応し、且つ相互接合して接触する。ヒートパイプの一端26と熱端面12
とが緊密に接合して接触できるように、ヒートパイプ21の末端を湾曲してもいい。図に示
すように、例えばL状など、様々な形の湾曲設計が可能である。ヒートパイプ21は、銅製
毛細管を使ってもよく、内部に循環して流動する冷却剤が充填されている。放熱器は、フ
ィン付放熱器、ヒートシンク及び熱伝導板の中の一種又は多種の組み合わせである。
【００６４】
　図に示された様々な放熱器の構造において、図18(a)に示す放熱器23は、一組又は複数
組の平行に設置したヒートシンクであって、2本のヒートパイプ21を平行のヒートシンク
に挿設して固定することができる。
【００６５】
　図18(b)、図18(c)における放熱器23には、熱伝導板230及び熱伝導板230の片側表面に固
定されている一組又は複数組の平行のヒートシンク231を備えている。ヒートパイプ21の
一端26は曲げられて半導体冷却片の熱端面12に接合して接触し、且つ形状及びサイズが一
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致している。
【００６６】
　ヒートパイプ21は、熱伝導板230の他の側面に固定され、あるいは一組の平行のヒート
シンク231に挿設され、あるいはその表面に設置される。ヒートシンクには、熱伝導性の
高い金属薄片が使われる。熱伝導板230を2つ設置して、それぞれ1本にヒートパイプ21を
固定するために使ってもいい。
【００６７】
　図19のように、本発明の第四実施形態による半導体冷却片1において、冷端面10は正方
形（正方形に限らない）の透明結晶であり、透明結晶の片側面、例えば上側面には、一組
の半導体電気二重層11及び半導体電気二重層に固定的に連結している熱端面12が設置され
ている。半導体電気二重層11には、一対の電極（図示せず）が設置されている。透明結晶
の他の2つの対向の表面、例えば前後（あるいは左右）の表面は、光透過区域102として使
ってもよく、パルス光が透過して脱毛処理を行うようにする。具体例において、半導体冷
却片の熱端面12は、セラミック基材の熱端面12である。セラミック基材の熱端面12の内表
面及び透明結晶の上表面は、金属化されてから、半導体電気二重層11の金属導体に溶接し
て固定され、これで半導体電気二重層11の両端面にそれぞれ固定される。透明結晶冷端面
10は、半導体電気二重層11の面全体を被覆して、全体面冷却を形成する。
【００６８】
　更に、図20(a)～20(d)のように、本発明の第四実施形態による半導体冷却片1は、放熱
モジュール2と連結して、半導体冷却片の熱を熱端面12から放熱モジュールに伝導して放
熱する。放熱モジュール2は、ヒートパイプ21及びヒートパイプ21と連結した放熱器23を
備えている。図に示された様々な放熱器の構造において、図20(a)、図20(ｂ)に示す放熱
器23は一組の平行のヒートシンクであって、ヒートパイプ21を平行のヒートシンクに挿設
して固定している。図20(c)、図20(d)に示された放熱器23は、熱伝導板230及び熱伝導板2
30の片側表面に固定されている一組の平行のヒートシンク231を備えている。ヒートパイ
プ21の一端26は半導体冷却片の熱端面12に接合して接触し、且つ形状及びサイズが一致し
ている。ヒートパイプ21は、熱伝導板230の他の側面に固定され、あるいは一組の平行の
ヒートシンク231に挿設され、あるいはその表面に設置される。ヒートパイプ21は、U形又
はL形に曲げられて、熱端面12と形状が一致し且つ緊密に接触した区域表面を形成する。
【００６９】
　図21のように、本発明の第五実施形態による半導体冷却片1において、冷端面10は正方
形（正方形に限らない）の透明結晶であり、透明結晶の対向する両側面、例えば上下の表
面には、それぞれ一組の半導体電気二重層11及び半導体電気二重層に固定的に連結してい
る熱端面12が設置されている。半導体電気二重層11には、一対の電極（図示せず）が設置
されている。透明結晶の他の2つの対向の表面、例えば前後（あるいは左右）の表面は、
光透過区域102として使ってもよく、パルス光が透過して脱毛処理を行うようにする。具
体例において、2つの半導体冷却片の熱端面12はセラミック基材の熱端面12であって、内
側表面は、金属化されてから、対応する半導体電気二重層11の金属導体に溶接される。2
つの半導体電気二重層11は、それぞれ一つのセラミック基材の熱端面12と透明結晶冷端面
10の上表面又は下表面との間に挟まれ配置されている。2つの熱端面12及び透明結晶冷端
面10の上下の表面は、それぞれ対応の半導体電気二重層11の対向する両側面に接合して固
定する。透明結晶冷端面10の上下の表面は、それぞれ対応の半導体電気二重層11の面全体
を被覆して、全体面冷却を形成する。
【００７０】
　また、図22(a)～22(e)のように、本発明の第五実施形態による半導体冷却片1は、放熱
モジュール2と連結して、半導体冷却片の熱を熱端面12から放熱モジュールに伝導して放
熱する。本実施形態において、放熱モジュール2は、二本のヒートパイプ21及びヒートパ
イプ21と連結した放熱器23を備えている。ヒートパイプは放熱器の表面、あるいは内部に
取り付けられる。ヒートパイプの一端26は熱端面12に緊密に接合し接触しており、ヒート
パイプ21の形状として、L状、U状あるいは他の適切な形であってもよく、これにより、熱
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端面12と一致し且つ緊密に接触する領域表面を形成する。
【００７１】
　図に示された様々な放熱器の構造において、図22(a)、図22(b)、図22(c)に示す放熱器2
3は一組又は複数組の平行のヒートシンクであって、2本のヒートパイプ21を平行のヒート
シンクに挿設して固定する。
【００７２】
　図22(d)、図22(e)に示された放熱器23は、熱伝導板230及び熱伝導板230の片側表面に固
定されている一組又は複数組の平行のヒートシンク231を備えている。各ヒートパイプ21
の一端26は曲げられて半導体冷却片の熱端面12に接合して接触し、且つ形状及びサイズが
一致している。ヒートパイプ21は、熱伝導板230の他の側面に固定され、あるいは一組又
は複数組の平行のヒートシンク231に挿設され、あるいはその表面に設置される。
【００７３】
　そして、上述した第二実施形態乃至第五実施形態（図15～図22(e)）による半導体冷却
片1及び放熱モジュール2を、本発明の上記実施形態による脱毛器（図1～7）に応用して、
半導体冷却片1を脱毛器の脱毛作業ヘッド部に装着し、透明結晶冷端面を脱毛作業面とし
て使う。また、放熱モジュール2は、ハウジング6の内部に取り付けられる。放熱器23は、
ファン25の下方に取り付けられて、放熱器23の表面の放熱空気通路がキャビティ28と連通
し、ファン25により放熱器23の表面スペースの熱をキャビディ28に吸い込んで、空気排出
口66から外部に排出する。なお、その他の構成については、上述の実施形態で説明した構
成を参照すればよく、ここでは詳しい説明を省略する。
【００７４】
　他の実施形態において、半導体冷却片1の熱端面12は、セラミック基材以外の材質を使
ってもいいし、従来から使ってきた材質を使ってもいい。例えば、透明媒質で環状の半導
体電気二重層11を被覆した面全体を熱端面12として使ってもいい。
【００７５】
　もちろん、他の透明媒質を使って、直接に半導体冷却片1の透明結晶冷端面としてもい
い。同じく、上記幾つかの実施形態による半導体冷却片1を他の治療機器又は美容機器に
適用してもいい。したがって、透明結晶冷端面を皮膚と接触する作業面として使うことで
、皮膚にアイシングあるいは予冷効果を与え、顧客の体験充実感を高めることができる。
【００７６】
　〈脱毛器の第二実施形態〉
　図23-26(e)を参照して、本発明の脱毛器1000の第二実施形態を説明する。第一実施形態
と同じく、脱毛器1000は、脱毛作業ヘッド部、放熱モジュール2、光源モジュール3、光源
放熱システム、電源ユニット4及び制御回路基板5などを備えている。放散モジュール2、
光源モジュール3、光源放熱システム、電源ユニット4及び制御回路基板5は、脱毛器のハ
ウジング6に取り付けられている。制御回路基板5は、光源モジュール3、電源ユニット4と
電気的に接続して、光源から脱毛作業に使われるパルス光を発生するように光源を制御す
る。電源ユニット4は、光源モジュール3に電力を提供するために用いられる。脱毛器1000
の脱毛作業ヘッド部には、半導体冷却片が装着されて脱毛作業面として使われる。制御回
路基板5は、電源ユニット4を制御することで、光源モジュール3の作業を起動してパルス
光が発生されるようにする。発生されたパルス光は、脱毛作業面を透過して脱毛処理を行
う。放熱モジュール2は半導体冷却片1に連結されて、半導体冷却片1の冷却のために使わ
れる。ハウジング6には、第一空気取入口60及び空気排出口66が形成されている。脱毛器1
000には、外部電源に接続できるように、電力線及び／又は充電ポートが更に設けられて
いる。
【００７７】
　半導体冷却片1の放熱モジュール2は、冷却片の放熱に使われるヒートパイプ21、ヒート
パイプ21と連結した放熱器23、及びファン25を備えている。ヒートパイプ21は、冷却モジ
ュール1と連結して、半導体冷却片1から発生された熱を放熱モジュール2に伝導して放熱
する。ファン25は、キャビティ28の内部又は外部に取り付けられ、キャビティ28には空気
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排出通路280が形成され、空気排出通路280の末端は空気排出口66と連通している。ここで
、理解すべきこととして、空気排出通路280の末端には、複数及び／又は複数方向の空気
排出口が開設されており、これに対応して、空気排出口66は、ハウジング6の複数側に形
成されてもよく、対応して複数又は複数方向から空気が排出される。
【００７８】
　第一空気取入口60、冷却片の放熱器表面の放熱空気通路、ファン25、空気排出通路280
及び空気排出口66の間を通気路により連通して形成された放熱空気通路（図4に示された
矢印）が第一放熱空気通路（冷却片放熱空気通路）となる。ファンを起動すると、第一空
気取入口60から冷風を吸い込んで放熱器23まで送り、放熱器23の表面から熱を取り去る。
そして、ファン25により熱風を空気排出通路280及び空気排出口66の外部まで排出するこ
とで、放熱器の空冷放熱を実現する。ファン25は、制御回路基板5に電気的接続されて、
制御回路基板5により作業が制御される。
【００７９】
　脱毛作業ヘッド部には、上述した各実施形態による半導体冷却片1の冷端面を作業面と
して使えばいい。半導体冷却片1は、透明結晶を使って直接冷端面10にするとともに、皮
膚と接触する脱毛作業面として使う。詳しくは後述の説明を参照する。ヒートパイプ21は
、半導体冷却片1の熱端面12と連結することで、半導体冷却片1の熱を熱端面21から放熱モ
ジュール2に伝導して放散する。
【００８０】
　本実施形態では、上述した脱毛器の第一実施形態とは異なって、ハウジング6に第二空
気取入口65を開設しないか、数を減らして開設するので、脱毛器の防水防塵にも有利であ
る。
【００８１】
　脱毛器の第一実施形態と同じく、ハウジング6に第二空気取入口60及び空気排出口66を
形成してもいい。本実施形態において、空気排出口66は、複数個又は複数組設置すること
ができ、ハウジング6の異なる位置又は方向に設置することができ、ファン25の排気方向
に対応して設置することで、複数方向からの空気排出が可能となり、熱を速やかに排出す
ることができる。
【００８２】
　ハウジング6の内部、冷却片の放熱器23はファン25と上下に配列して設置され、ハウジ
ング6には空気取入口60が開設されて、放熱器の表面に冷風を導入するために使われる。
キャビティ28（あるいは、ファンのハウジング）の頂部又は底部には開口が形成されて、
放熱器23表面の放熱空気通路とファン25内部の上下通気路が貫通できるようにする。且つ
、ファン25は放熱器23表面の放熱空気通路から空気を吸い込んで、ファン25の側面に開設
された風出口250から空気排出通路280に排出し、そして空気排出口66からは排出する。空
気取入口60は、ハウジング6に設置されて、冷却片の放熱器23及び後述する光源放熱器23
’の位置と対応できるように設置されることが好ましい。これにより、空気取入口60から
入った冷風が放熱器23，23’の表面まで快速に流れていく。空気取入口60は、ハウジング
60（上側ハウジング61及び/又は下側ハウジング62及び/又はバッフル板64）に設置される
一つあるいは一組あるいは複数組の開口又は開放スロットであってもいいし、バッフル板
の辺縁とハウジングの間に形成される隙間から形成されてもいい。空気排出口66も複数設
置されてもいい。
【００８３】
　光源モジュール3は、光源31及び光源の外部に覆設された光反射カップ32を備えている
。光源31に電気を流すとパルス光が発生され、光源に電力を提供するよう、制御回路基板
5により電源ユニット4を制御し、光源モジュールからパルス光が発生されて脱毛作業ヘッ
ド部まで伝送されると、それを皮膚表面に作用させることで、焼灼式脱毛が行われる。
【００８４】
　光源モジュール3の作業で発生される熱は、光源放熱システムによって放熱される。光
反射カップ32は熱伝導材により作られ、光源31から発生された熱は光反射カップ32に伝導
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されて放熱される。光源31として管球を使ってもいい。電源ユニット4としてキャパシタ
を使ってもいいし、電力変換装置を使ってもいい。光源31として管球を使い、光源のフラ
ッシュ時に光反射カップ32で反射する際、光反射カップ32の温度が高くなって、光反射カ
ップ32に対し放熱の必要があるが、この場合の放熱システムは、冷却器の放熱システムと
組み合わせて使うことができる。なお、光反射カップ32は、高い熱伝導性を有し、且つ光
反射効果が良い。
【００８５】
　光源放熱システムは、光源放熱ヒートパイプ21’、放熱器23’及びファン25(冷却片の
放熱モジュール2におけるファンと共用)を備えている。光源放熱ヒートパイプ21’は、光
源モジュール3と光源放熱器23’の間に熱伝導的に連結されて、光源モジュール3の作業に
より発生される熱を光源放熱器23’に伝導して、光源放熱器23’と共同放熱を行う。光源
放熱器23’は、空気取入口60、ファン25及び空気排出口66が通気路で連通して形成された
放熱空気通路に設けられ、且つ放熱空気通路を介して光源放熱器23’が放熱される。
【００８６】
　脱毛器の第一実施形態と違って、本実施形態において、光源モジュール3は、熱伝導カ
バー30’を更に備えており、熱伝導カバー30’は、高熱伝導材により作られて、光反射カ
ップ32の外形と適応し、光反射カップ32の背面に接合して被覆している。光反射カップ32
と熱伝導カバー30’との間に、熱伝導のシリコーン・グリースを接着又は塗布することが
でき、これにより、光反射カップ32の熱を快速に熱伝導カバー30’に伝導できるようにす
る。
【００８７】
　熱伝導カバー30’の一側には半カップ状（あるいは、喇叭状）のカバー35が設置されて
、光反射カップ32の背面に包接して設置されている。熱伝導カバー30’の他の一側には、
管状の開放スロット34’が形成されて、ヒートパイプ21’（銅管放熱器又は銅製毛細管）
をリベット接続／溶接／貼着するために使われ、熱をヒートパイプ21’に伝導することが
できる。装着し固定しやすくするために、熱伝導カバー30’には固定板36が更に設置され
、例えば、半カップ状（あるいは、喇叭状）のカバー35及び管状の開放スロット34’は、
固定板36の正反両面に位置するように設置されている。
【００８８】
　ヒートパイプ21’は、一端が熱伝導カバー30’の管状の開放スロット34’に挿入されて
、両者表面同士の間が緊密に接触し、相互接合しており、その間に熱伝導のシリコーン・
グリースを接着又は塗布することができる。これにより、光反射カップ32の熱が、熱伝導
カバー30’を経由してヒートパイプ21’に伝導される。ヒートパイプ21’の内部には冷却
剤が充填されている。本実施形態において、ヒートパイプ21’は、U形又はL形に曲げられ
て、その一端（あるいは一部）26が熱伝導カバー30’の管状の開放スロット34’の中に挿
入され、管状の開放スロット34’の内壁にリベット接続／溶接／貼着される。
【００８９】
　ヒートパイプ21’の他の一端又は両端には放熱器23’が取り付けられて、熱がヒートパ
イプ21’（銅管）を経由する際、ヒートパイプ21’の内部にある冷却剤（水）により熱が
吸収されて、蒸発領域の蒸気が管内圧力の影響でヒートパイプ21’の他の一端に流れるこ
とで、熱を放熱器23’（例えば、銅／アルミニウムシート）に伝送する。この放熱器23’
とヒートパイプ21’の他の一端の位置は、ファン25の風出口250と空気排出通路280との間
に設置され、あるいは空気排出通路280内部に取り付けられる。これにより、光反射カッ
プ32の放熱器23’の熱が取り去られ、且つ、温度差の影響で、ヒートパイプ21’の内の蒸
気は、再び水滴に凝結されてヒートパイプ21’の一端又は一部26に流される。このように
繰り返して循環することにより、光反射カップ32は放熱される。
【００９０】
　なお、他の実施形態として、光反射カップの背面に管状の開放スロット34’を設置し、
光源放熱ヒートパイプの一端又は一部が管状の開放スロット34’に包接され、これにより
、光源放熱ヒートパイプに熱が伝導される。この場合、熱伝導カバー30’を省略してもい



(23) JP 2021-7750 A 2021.1.28

10

20

30

40

50

い。
【００９１】
　本実施形態において、光源放熱器23’を放熱空気通路に設置する必要があり、即ち、空
気取入口60、ファン25、空気排出通路280、空気排出口66の間を通気路で連通して形成し
た放熱空気通路に光源放熱器23’を設置し、且つ、空気通路の方向は、光源モジュール即
ち光反射カップ32と反対であって、光反射カップ32又は光源31から離れる方向である。
【００９２】
　他の一部の実施形態では、キャビディ28の内部にファン25（例えば、図3，図7，図23を
参照）を取り付けて、且つ、一側に空気排出通路280を形成し、ファン25の風出口250と空
気排出通路280を連通し、且つハウジング6の空気排出口66との間を通気路で連通する。フ
ァン25、空気排出通路280、ハウジングの空気排出口66の間を通気路により連通して、放
熱空気通路を形成する。光源放熱器23’は放熱空気通路に設置されている。
【００９３】
　本実施形態において、光源放熱器23’を放熱空気通路に設置した場合の空気排出方向と
して、光反射カップ32の放熱時の空気が光反射カップ32及び熱伝導カバー30’を通過せず
、空気の流れが冷却片の放熱器23を経由し、ファン25の内部通路を通過して、出口から吹
き出されることで光反射カップ32の放熱器23’を放熱させ、そして、空気通路に流されて
ハウジング6の外部に吹き出される。空気排出口66をファンの両辺又は製品の尾部に対応
するハウジングの位置に設置してもいい。
【００９４】
　ここで、理解すべきこととして、光源放熱器23’は冷却片の放熱器23と共同であっても
いい。光源放熱システムのファンは、放熱モジュール2におけるファン25を共用せず、別
途設置してもいい。
【００９５】
　本実施形態において、光源モジュールの放熱方式によれば、放熱効率を高めることがで
き、製品前端の第一空気取入口65及び通風配管70を取り外すことで、製品の防水防塵を向
上させることができる。
【００９６】
　〈光源放熱システムの多種の実施形態〉
　図23及び図26(a)～26(e)を更に参照して、光源放熱システムの様々な実施形態を説明す
る。光源モジュールの放熱システムは、光源放熱ヒートパイプ21’及び光源放熱器23’を
備え、脱毛器のハウジング6の内部に位置するファン25（冷却片放熱システムと共用）も
含んでいる。光源放熱器23’は、ヒートシンクで、一組又は複数組の平行しているヒート
シンクであり、あるいは、光源放熱器23’には、熱伝導板230及び熱伝導板230の片側表面
に固定される一組又は複数組の平行のヒートシンク231を備えている。平行している2つの
ヒートシンクの間には、放熱空気通路が形成される。光源放熱ヒートパイプ21’の一端又
は一部26は、光源の熱伝導カバー30’（あるいは、光反射カップ32）の管状の開放スロッ
ト34’の内部に挿入され、表面同士が相互接合して熱伝導する。光源放熱ヒートパイプ21
’の他の一端は、熱伝導板230の他の側面に固定（リベット接続／溶接／貼着）され、あ
るいは、一組又は複数組の平行のヒートシンク231の中に挿設（リベット接続／溶接／貼
着）されるか表面に固定されて、光源モジュールの熱を快速に放熱器23’に伝導して放散
する。
【００９７】
　図26(a)及び26(b)に示された具体的な例において、光源放熱器23’は熱伝導板230を備
え、一組の平行するヒートシンク231が熱伝導板230の片側に固定されている。ヒートパイ
プ21’はL状に曲げられて、一端26が熱伝導カバー30’の管状の開放スロット34’内部に
挿入され、他の一端が熱伝導板230の他の側面に固定（リベット接続／溶接／貼着）され
ている。ファン25のハウジングの頂部又は底部は開口されて、ファンの風入口251が形成
され、制冷片の放熱器23と上下方向に設置されている。即ち、冷却片の放熱器23はファン
25の頂部又は底部に取り付けられて、制冷片の放熱器23表面の放熱空気通路はファンの風
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入口251を介してファン内部の空気室と連通する。ファンのハウジングの側面には風出口2
50が開設されている。ファンの風入口251、風出口250は、ファン内部の空気室と貫通し、
それぞれ空気の流入及び空気の排出のために使われる。
【００９８】
　具体例において、キャビディ28は、上述した実施例のようなファンを装着したキャビデ
ィの構造と異なって、ファン25がキャビディ28の外部に位置し、キャビディ28がファン25
の風出口250の外側に設置されている。キャビディ28の内部には、貫通している空気排出
通路280が画定されて、ファン25の風出口250により排出される気体は、空気排出通路280
によって空気排出口66に送られる。光源放熱器23’は、ファン25の風出口250と空気排出
通路280の入口との間に設置されており、あるいは空気排出通路280の内部に設置されても
いい。且つ、光源放熱器23’の表面にある放熱空気通路は、ファンの風出口250と空気排
出通路280との間に位置され、これにより、ファン25から排出される風が光源放熱器23’
の表面に吹き出されて、放熱器23’に対し熱を放散し、その後の熱風が空気排出通路280
及空気排出口66から排出される。空気排出通路280の末端では、キャビディ28に複数の空
気排出口を形成して、ハウジングに形成された空気排出口66と対応させることで、複数の
空気排出方向を形成する。もちろん、キャビディ28は脱毛器のハウジングの内部に単独に
設置した部品であってもいいし、あるいは、脱毛器のハウジング自体に形成された構造で
あってもいい。
【００９９】
　図26(a)及び図26(b)に示された2つの具体例に比べた異なる点として、図26(c)に示され
た例において、熱伝導板230の他の一つの側面には、例えば一体成型又は溶接して形成し
た熱伝導管232が形成されており、ヒートパイプ21’の他の一端が熱伝導管232に挿入して
固定され、且つ相互接合して放熱し、同時に熱伝導板230を介して一組の平行のヒートシ
ンク231と組み合わせて熱を放散する。放熱器23’は、ファンの風出口250の外側の放熱空
気通路に位置し、放熱器23’の表面の放熱空気通路は、ファン25と空気排出口66の間に形
成された放熱空気通路と一致している。
【０１００】
　図26(d)に示された例において、ヒートパイプ21’はU状に湾曲され、全体U状のパイプ
の一部26は、熱伝導カバー30’の管状の開放スロット34’の内部に挿入され、ヒートパイ
プ21’の両側の末端は熱伝導板230の他の一つの側面に固定（リベット接続／溶接／貼着
）されている。熱伝導板230の一つの側面には、平行している一組のヒートシンク231が溶
接されて、ヒートパイプ21’の両側の末端にそれぞれ一つの放熱器23’が連結される構成
に相当し、2つの放熱器23’は対向して配置され、且ついずれもファンの風出口250の外側
にある放熱空気通路に取り付けられている。
【０１０１】
　図26(d)に示された例に比べた異なる点として、図26(e)に示された例では、各放熱器23
’の熱伝導板230の他の一つの側面に、例えば一体成型又は溶接して形成した熱伝導管232
が形成されており、ヒートパイプ21’の他の一端が熱伝導管232に挿入して固定され、且
つ相互接合して放熱し、同時に熱伝導板230を介して一組の平行のヒートシンク231と組み
合わせて熱を放散する。
【０１０２】
　脱毛器の第一実施形態による他の構成と類似なこととして、本実施形態による脱毛器に
おいて、光源モジュール3は光源支持体7に取り付けられており、光源支持体7はハウジン
グ6内に取り付けられ且つ脱毛作業ヘッド部の後方に位置されており、脱毛作業ヘッド部
と光源支持体7の間は鏡面カバー71により連結されて、光源モジュール3から発生したパル
ス光は、鏡面カバー71内を通って脱毛作業ヘッド部に伝送され、脱毛処理が行われる。本
実施形態において、密封材8は、環状の密封リングであって、ファン25の頂部又は底部の
風入口251の辺縁に装着されてもよく、これにより、横向き空気漏れを防止することがで
きる。
【０１０３】
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　〈脱毛器の第三実施形態〉
　上述した各実施形態において、半導体冷却片1の冷端面10として透明媒質を直接使い、
好ましくは、直接透明結晶を使って半導体冷却面とし、且つ、皮膚と接触する脱毛作業面
として直接使うことである。脱毛作業面は、脱毛器の前端面に位置し、即ち、脱毛作業ヘ
ッド部の前端面に位置している。好ましくは、透明結晶冷端面（あるいは透明媒質冷端面
）が脱毛作業面の全体面であって、前端面全体の冷却効果を実現する。面全体の冷却は、
脱毛時に次の脱毛位置に対し予冷ができて、前の脱毛位置に対し冷感が続けられるので、
脱毛後の灼熱感が低減でき、アイジング時間を伸ばすことに相当する。
【０１０４】
　図27～28を参照すると、上述した実施形態と同じく、本実施形態でも脱毛器1000は、脱
毛作業ヘッド部、放熱モジュール2、光源モジュール3及光源放熱システム、電源ユニット
4及び制御回路基板5などを備えている。放熱モジュール2、光源モジュール3及び光源放熱
システム、電源ユニット4及び制御回路基板5は、脱毛器のハウジング6の内部に取り付け
られている。制御回路基板5は、光源モジュール3、電源ユニット4と電気的に接続して、
光源を制御して脱毛作用に使われるパルス光を発生させる。電源ユニット4は、光源モジ
ュール3に電力を提供するために使われる。本実施形態において、脱毛器1000の脱毛作業
ヘッド部には冷却片1’及び透明結晶（あるいは透明媒質体）10’が装着されている。透
明結晶（あるいは透明媒質体）10’は、脱毛作業面として脱毛作業ヘッド部（あるいは脱
毛器）の前端面全体に位置し、これにより、透明媒質の脱毛作業面を形成して、直接皮膚
と接触させる。
【０１０５】
　制御回路基板5は、光源モジュール3を起動してパルス光が発生されるように電源ユニッ
ト4を制御し、パルス光は脱毛作業面を透過して脱毛処理を行う。放熱モジュール2は、冷
却片1と連結して、冷却片1を冷却するために使われる。ハウジング6には、第一空気取入
口60及び空気排出口66が形成されている。脱毛器1000には、外部電源に接続できるように
、電力線及び／又は充電ポートが更に設けられている。
【０１０６】
　上述した実施形態に比べ、本実施形態の主な違いは作業ヘッド部にある。本実施形態で
は、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’を直接に、皮膚と接触する脱毛作業面とする。
好ましくは、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’は脱毛作業面の面全体であって、前端
面全体の冷却効果を実現する。透明結晶（あるいは透明媒質体）10’は、背面に接合した
冷却片1により冷却される。脱毛作業ヘッド部のハウジング63は環状のハウジングであり
、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’がハウジングの環状の辺縁内に係止して装着され
ている。冷却片1’も脱毛作業ヘッド部のハウジング63内に係止され、透明結晶（あるい
は透明媒質体）10’の背面に接合されており、もちろん、透明結晶（あるいは透明媒質体
）10’の一側又は複数側に取り付けられて冷却を行ってもいい。脱毛作業ヘッド部の取り
付けられた冷却片1’は、従来技術による冷却片を使って、透明結晶（あるいは透明媒質
体）の脱毛作業面に対し冷却を行ってもいいし、本発明の上述した実施形態による放熱モ
ジュール2を使って冷却片1’に対し冷却を行ってもいい。
【０１０７】
　好ましい実施例として、脱毛作業ヘッド部の中に取り付けられた冷却片1’は半導体冷
却片を使い、半導体冷却片によって透明結晶（あるいは透明媒質体）の作業面に対して冷
却を行う。詳しくは、作業ヘッド部は、半導体冷却片の冷端面の外側に透明結晶（あるい
は透明媒質体）10’を接合して取り付けて、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’を皮膚
と接触する脱毛作業面として直接使ってもいい。好ましくは、透明結晶（あるいは透明媒
質体）10’が脱毛作業面の面全体であって、前端面全体の冷却効果が実現できる。透明結
晶（あるいは透明媒質体）10’は、その背面に接合した半導体冷却片1’によって冷却さ
れる。脱毛作業ヘッド部のハウジング63は、環状のハウジングであり、透明結晶（あるい
は透明媒質体）10’がハウジングの環状の辺縁内に係止して装着されている。半導体冷却
片1’も脱毛作業ヘッド部のハウジング63内に係止されて、冷端面10が透明結晶（あるい
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は透明媒質体）10’の背面に接合される。
【０１０８】
　半導体冷却片1’は光透過領域102を有している。理解すべきこととして、半導体冷却片
1’は、上述した実施形態による半導体冷却片を使って、透明結晶冷端面により光透過領
域102を提供してもいい。本実施形態において、半導体冷却片1’の全体は環状を呈し、内
部の中空領域が光透過領域102を形成して、パルス光がその領域を透過して脱毛処理を行
うようにする。半導体冷却片1’は、半導体電気二重層11及び半導体電気二重層の両端に
配置された熱端面12と冷端面10を有している。半導体冷却片1’は環状に作られ、これに
対応して、半導体電気二重層11及び半導体電気二重層の両端に配置された熱端面12と冷端
面10も全部環状に形成されており、環状の熱端面12と冷端面10は、半導体電気二重層11の
正反両面に重ね合わせて溶接されている。
【０１０９】
　環状の形を重ね合わせると、中間の中空領域が光透過領域102として画定される。熱端
面12と冷端面10はセラミック基材を使って、セラミック基の熱端面及びセラミック基材の
冷端面を形成することができ、従来技術による他の冷端面及び熱端面の材質を使うことも
できる。冷端面10は、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’の背面に接合して装着されて
、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’に対して冷却を行う。透明結晶（あるいは透明媒
質体）10’は冷端面10の全体面の外側を被覆して、両者は間に最大接触面が形成できるよ
うに組み立てられている。
【０１１０】
　透明結晶（あるいは透明媒質体）10’及び半導体冷却片1’は、脱毛作業ヘッド部のハ
ウジング63によって固定的に装着され、透明結晶（あるいは透明媒質体）10’が、脱毛作
業面の作業ヘッド部（あるいは脱毛器）に位置する全体の前端面となる。作業ヘッド部ハ
ウジング63は、上、下側のハウジング61、62の前端に係止して取り付けられ、且つ、光源
支持体7にも係止して取り付けられて、ネジ、位置決め柱又は係着材などの締め具により
、脱毛作業ヘッド部63と上、下側ハウジング61、62及び光源支持体7との間に組み立てら
れる。
【０１１１】
　半導体冷却片1は、制御回路基板5及び電源ユニット4と電気的に接続している。制御回
路基板5の制御により、光源モジュール3が作業してパルス光を発生し、発生されたパルス
光は、半導体冷却片1’を突き透して脱毛操作を行う。パルス光は、更に、透明結晶（あ
るいは透明媒質体）10’の脱毛作業面を突き透して、透明結晶（あるいは透明媒質体）10
’の脱毛作業面に接触する皮膚に対して脱毛処理を行う。
【０１１２】
　半導体冷却片1’は放熱モジュール2に連結されて、半導体冷却片の熱は、熱端面12から
放熱モジュールに伝導されて放散される。放熱モジュール2は、ヒートパイプ21及びヒー
トパイプ21に連結した放熱器23を備えている。
【０１１３】
　図27～28に示された脱毛器において、他の部品構成の配置は、脱毛器の第一実施形態に
よる対応の部品構成と同じである。もちろん、脱毛器の第二実施形態による他の部品構成
と同じ構成や、従来技術による脱毛器における他の部品構成を使ってもいいので、ここで
は詳しく説明しない。但し、同じ構成であっても、本実施形態に記載された内容としてみ
なされ、直接引用できる。
【０１１４】
　一部の実施例として、脱毛器1000の脱毛作業ヘッド部には少なくとも2つのセンサー9が
設けられて、透明結晶の作業面の全体又はほぼ全体が皮膚に覆われているかを検出して、
光源の作業をオンあるいはオフにする。ここで、2つのセンサー9は、透明結晶作業面10の
辺縁の対角線又は対角線に近づいた位置に装着されている。センサー9は、制御回路基板5
に接続されている。
【０１１５】
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　本明細書の説明において、理解すべきこととして、「長さ」、「幅」、「上」、「下」
、「前」、「後」、「左」、「右」、「垂直」、「平行」、「頂部」、「底部」、「内部
」、「外側」などの方位あるいは位置関係を示す用語は、図面に基づいた説明であり、本
発明を説明しやすくするために使われた用語であって、該当の装置又は部品の特定方位を
明示又は示唆し、必ず特定の方位にしたがって構成、操作するというものではなく、本発
明を限定するものではない。
【０１１６】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施
形態に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱しない限り、その趣旨に基づいて
変更、同等代替または改善することができ、いずれも本発明の保護範囲に含まれる。
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